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la  presente invención se r e f ie r e  a un p roced i­

miento para la  fa b r ica c ió n  de re s is ten c ia s  e lé c t r ic a s  a 

.p a rtir  de una lámina delgada de un metal o de una a leac ión  

m etá lica  f i ja d a  sobre un soporte a is lan te  apropiado, l a  in -  

vención  se r e f ie r e  igualmente a un d isp o s it iv o  para e l  em­

p leo  d e l procedim iento c itad o .

Se conocen d ife ren tes  procedim ientos para fa ­

b r ic a r  re s is te n c ia s  d e l género c itad o . En estos  proced i­

mientos conocidos se graban sobre una lámina de metal o de 

una a leac ión  m etá lica  ventanas o surcos de modocue se ob- 

I t ien e  un conjunto de filam en tos re s is ten te s  e lé c t r ic o s  de 

; pequeña sección  unidos unos a o tro s . De es ta  forma se pue- 

| de aumentar considerablemente l a  long itu d  e fe c t iv a  d e l r e -  

| co rr id o  de l a  co rr ien te  e lé c t r ic a  a través  de la  lámina y 

| obtener de este  modo re s is ten c ia s  que presentan va lo res  

; óhmicos muy fu e r te s  por unidad de s u p e r fic ie .

! Según un procedim iento conocido, se a p lic a  so­

bre l a  lámina de metal o de a leac ión  m etá lica  una máscara 

que l l e v a  ventanas o surcos que corresponden a l contorno 

de lo s  filam en tos conductores a r e a l iz a r  en la  lámina, y 

se sumerge es ta  ú ltim a en un baño químico apropiado para 

e lim in ar e l  metal o la  a leac ión  de la  lámina con respecto  

a la s  ventanas o lo s  surcos de l a  máscara.

E l inconveniente de este  procedim iento se d i r i ­

ge esencialm ente hacia e l  hecho de que se obtienen filam en­

to s  cuyos bordes presentan asperezas. En razón a estas as­

perezas es im posible grabar en la  lámina ventanas o surcos 

de bordes muy próximos, so pena de comprometer l a  e s t a b i l i ­

dad de l a  r e s is te n c ia  obtenida en razón de lo s  grad ien tes 

de campo e lé c t r ic o  su scep tib les  de e x is t i r  en tre la s  aspe-30
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rezas de lo s  bordes adyacentes de lo s  filam en tos .

E l procedim iento c itado  es tá  lim ita d o , por con­

s igu ien te , a l a  fab r ica c ión  de re s is ten c ia s  de v a lo re s  óh- 

micos moderados, es d ec ir  del orden de 20 kiloohm ios por
: O *
cm a p a r t ir  de una lámina que presenta una r e s is t iv id a d  

igu a l a 0,5 ohm por cuadrado.

Segán o tro  procedim iento conocido, se graba la  

lámina m etá lica  recu b ie rta  por una. máscara a is la n te , por 

pulimento e le c t r o l í t i c o .

En la s  condiciones de pulimento e l e c t r o l í t i c o f 

se forma en la  su p e r fic ie  d e l metal atacado una capa v is c o ­

sa a base de óxidos o h idróxidos m etá licos (véase P.A.JAC- 

QUET, C.R. Acad. S c i. 202, 402, 1936 y H.F.WALTOIT, E le c tro -  

chemical Soc. 97, 1950, 219).

Para acceder a l m etal, lo s  aniones d e l e le c t r ó ­

l i t o  deben d ifund irse  a tra vés  de esta  capa v is co sa . De es­

te  modo, la  densidad de co rr ien te  permanece sensiblemente 

constante en función de la  d ife ren c ia  de p o ten c ia l en tre 

e l  ánodo y e l  cátodo. Bn un procedim iento t a l ,  l a  densidad
2

de co rr ien te  es por lo  genera l in fe r io r  a 0,05 amperios/cm 

y la  d ife r e n c ia  de p o ten c ia l entre e l  ánodo y e l  cátodo no 

sobrepasa 1,5 a 2 v o l t io s .

E l espesor de esta  capa v isco sa  es más pequeño 

que la  long itu d  de lo s  bordes de la s  ventanas o surcos de 

la  máscara a is la n te , de modo que e l  metal es atacado p re fe ­

rentemente a lo  la rgo  de lo s  bordes c itados (véase l a  Pa­

ten te  Francesa 1,324.156).

En razón a este ataque p re feren te  de l a  lo n g i­

tud de lo s  bordes de la s  ventanas o surcos de l a  máscara,

pueden s u b s is t ir  entre lo s  bordes c itados , i s lo t e s  de metal * '
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Ta les  is lo t e s  s i  no se elim inan» a fe c ta r ía n  considerab le­

mente a la  e s ta b ilid a d  de la s  re s is ten c ia s  obtenidas.

Para e v ita r  l a  formación de ta le s  is lo t e s  de 

m etal, se ha propuesto aproximar lo s  bordes adyacentes de 

la s  ventanas o surcos proporcionados en l a  máscara a is lan ­

t e ,  de t a l  suerte que haya un recubrim iento de la s  zonas 

adyacentes de ataque p re fe ren te , l a  anchura de la s  venta­

nas o surcos grabados sobre la  lámina m etá lica  es a s í t r i ­

b u ta ria  de la  anchura de la s  zonas de ataque p re fe ren te .

De este  modo, e l  procedim iento c itado  no permi- 

! te  grabar en la  lámina m etá lica  ventanas o surcos de anchu- 

: ra  su perior a 10 mieras aproximadamente. Además, este  pro- 

j cedim iento no perm ite obtener un grabado con bordes p e r fe c -  

i tamente l is o s  y perpendicu lares a la  su p e r fic ie  d e l metal 

. a causa de la  caida de p o ten c ia l provocada por e l  retorno 

de l a  c o rr ien te  en e l  metal de la  lámina grabada. Esto a fe c ­

t a  a l a  e s ta b ilid a d  de la s  re s is ten c ia s  obtenidas.

E l ob je to  de la  presente invención  es remediar 

lo s  inconven ientes c itados  suministrando un procedim iento 

que perm ite fa b r ic a r  re s is ten c ia s  que presentan en p articu ­

la r  va lo re s  óhmicos por unidad de su p e r fic ie  muy elevadas 

y  perfectam ente reproducib les en e l  momento de su fa b r ic a ­

c ión  en gran esca la .

E l procedim iento considerado por la  invención  

es d e l gónero en e l  que se f i j a  una lámina de un metal o 

de una a leac ión  m etá lica  sobre un soporte a is la n te , se a p la ­

ca sobre d icha lámina una máscara a is lan te  que l le v a  venta­

nas o surcos y se e lim ina  e l  metal o la  a leac ión  de la  lá ­

mina en lo  que respecta  a dichas ventanas o surcos deposi­

tando , e l  conjunto en una c é lu la  e le c t r o l í t i c a ,  constituyendc
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l a  lámina de metal o de a leac ión  e l  ánodo de es ta  c é lu la .

Segán la  invención:

-se  a p lica  sobre la  lámina de metal o de a lea ­

c ión  m etá lica  una capa de un m ateria l conductor y se ap lica  

seguidamente e l conjunto sobre un soporte a is la n te  plano;

-se  somete la  lámina re v e s t id a  por la  máscara 

a is la n te  y ap licada sobre esta  capa de m ateria l conductor 

a un f lu jo  de e le c t r ó l i t o  regulado a una ve loc id ad  compren­

d ida sensiblemente entre 70 y 100 cm por segundo de modo 

que se e lim ina  a medida de su formación una capa v isco sa  

de re s is te n c ia  elevada, de l a  su p e r fic ie  de contacto entre 

l a  lámina y e l  e le c t r ó l i t o ;

-se  separa la  capa de m ateria l conductor y l a  

lám ina de metal o de a leac ión  grabada de l soporte a is la n ­

t e ;

-se  a p lica  la  lámina de metal o de a leac ión  

grabada sobre un soporte a is lan te  d e f in it iv o  por medio de 

un baño a is lan te  e lé c t r ic o ;

-se  elim ina la  capa de m ateria l conductor por 

medio de un tratam iento químico o e lectroqu ím ico apropia­

do; y

-se  a p lic a  una segunda capa de baño a is la n te  

sobre l a  lámina de metal o de a leac ión .

La capa de m ateria l conductor sobre l a  lámina 

a grabar perm ite e v ita r  toda va r ia c ión  d e l campo e lé c t r ic o  

en e l  curso del ataque e le c t r o l í t i c o .

E l f lu jo  de e le c t r ó l i t o  d ir ig id o  perpendicu lar­

mente a la  su p e r fic ie  de la  lámina a grabar, a l a  ve loc idad  

esp ec ific a d a  anteriorm ente, permite e lim inar l a  capa v is c o ­

sa foim ada en la  su p e r fic ie  de la  lámina, lo  que perm ite

t
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áe es te  modo obtener -un grabado extremadamente f in o  y re ­

gu la r, s in  zona de ataque p re fe ren te .

E l procedim iento conforme a la  invención  per­

m ite de este  modo obtener un grabado muy regu la r, presen­

tando lo s  filam entos -que resu ltan  secciones sumamente l is a s  

y perfectam ente perpendicu lares a la  lámina grabada cual­

qu iera  que sea la  anchura de la.s ventanas o surcos propor­

cionados en la  máscara a is la n te .

E l procedim iento conforme a. l a  invención  per­

m ite de este modo fa b r ic a r  re s is ten c ia s  de va lo res  óhmicoo 

por unidad de su p e r fic ie  muy elevados con una d ispers ión  

extremadamente pequeña en e l. momento de su fa b r ica c ió n  en 

s e r ie .

Según una ve rs ión  p re fe r id a  de la  invención ,

e l  ataque e le c t r o l í t i c o  se e fectú a  bajo una d ife r e n c ia  de

p o ten c ia l sensiblemente comprendida entre 3»5 y 4,5 v o l t io s

y con una densidad de co rr ien te  comprendida entre 0,4 y  1 
2

amperio/cm aproximadamente, siendo igu a l e l  caudal d e l 

f lu jo  de e le c t r ó l i t o  a aproximadamente 1 l i t r o  por segundo.

La lámina de a leac ión  es de p re fe ren c ia  de a le a ­

c ión  de n íqu e l y cromo y e l  e le c t r ó l i t o  está  constitu ido  

ventajosamente por una mezcla de ácido o r to fo s fó r ic o  y a l ­

cohol e t í l i c o .

Otras pa rticu la ridades  y ven ta jas  de la  inven­

c ión  aparecerán tod a v ía  en la  d escripc ión  que fig u ra  segu i­

damente.

En lo s  d ibu jos que se acompañan, proporcionados 

a t í t u lo  de ejem plos, no l im ita t iv o s :

-  l a  f ig u ra  1 es una v is ta  en p lan ta  a esca la  

ampliada de una lámina de metal o de a leac ión  obtenida des-30
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puás de l empleo d e l procedim iento conforme a la  invención ,

-  la  f ig u ra  2 es una v is ta  a esca la  ampliada en 

co rte  perpendicu lar a l a  lámina de metal o de a leac ión  f i ­

jada sobre un soporte a is la n te , correspondiendo es ta  v is t a  

a la  etapa p re lim inar d e l procedim iento conforme a l a  in ­

vención,

: -  l a  f ig u ra  3 es una v is ta  en co rte  lo n g itu d i­

na l d e l d is p o s it iv o  para e l  empleo de la  invención ,

-  l a  f ig u ra  4 es un diagrama que muestra la  

evo lución  de la  densidad de co rr ien te  en función de la  d i­

fe r e n c ia  de p o ten c ia l entre e l  ánodo y e l  cátodo d e l d is ­

p o s it iv o  de la  f ig u ra  3, bajo d ife ren te s  condiciones de 

tratam iento e le c t r o l í t i c o ,

-  la s  figu ra s  5 a 7 son v is ta s  análogas a la  

f ig u ra  2 que muestran la s  etapas u lte r io r e s  d e l p roced i­

miento conforme a la  invención .

En l a  f ig u ra  1 se ha representado una lámina 1 

de m etal o de una a leac ión  m etá lica  de espesor igu a l a a l ­

gunas decenas de mieras eme presentan hendiduras 2 pa ra le ­

la s  y regularmente espaciadas que constituyen  la s  zonas en 

que e l  metal o l a  a leac ión  m etá lica  han sido re t ira d o s . Es­

tas  hendiduras 2 delim itan  una s e r ie  de filam en tos 3 unidos 

unos a o tros  para formar esp iras regularmente separadas.

Con v is ta s  a la  c la r idad , la  anchura de la s  hendiduras 2 y 

de lo s  filam entos 3 ha sido exagerada voluntariam ente.

En la s  re s is ten c ia s  consideradas por l a  inven­

c ión , la  anchura de la s  hendiduras 2 y de lo s  filam en tos 3 

no sobrepasa algunas mieras y e l  número de hendiduras 2 ó 

de filam en tos 3 es generalmente de l orden de una decena de 

m illa re s . Se cree que en estas condiciones e l  conjunto de30
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lo s  filam en tos 3 grabados en la  lámina 1 presenta una re ­

s is te n c ia  e lé c t r ic a  mucho más importante que la  de l a  lá ­

mina en tera  u t i l iz a d a  a l  p r in c ip io .

En e l  procedim iento considerado por l a  inven­

c ión , la  lámina, 1 es de p re fe ren c ia  una a leac ión  de n íau e l- 

-cromo que contiene 70 a 90$ de n íqu e l. Esta a leac ión  pre­

senta una r e s is t iv id a d  bastante elevada que además v a r ía  

muy poco en función de la  temperatura.

Para fa b r ic a r  una re s is te n c ia  e lé c t r ic a  a par­

t i r  de l a  lám ina.en tera  de metal o de una a leac ión  apropia­

da, se a p lic a  primeramente sobre es ta  lámina, una capa de 

m a te r ia l conductor 14 (véanse figu ra s  2 y 5 ).  Esta  capa 14 

i es tá  con s titu id a  de p re fe ren c ia  por una capa de cobre de 

1 espesor comprendido en tre 30 y 50 mieras ap licada  por v ia  

química o e lectroqu ím ica .

E l conjunto de lámina 1 y capa conductora 14 

se a p lic a  seguidamente (véase f ig u ra  2) sobre un soporte 

, a is la n te  plano 4, t a l  como una lámina de v id r io .  La f i j a ­

c ión  puede hacerse por medio de una capa de co la  5.

Se co loca  seguidamente sobre l a  lámina 1 una 

máscara a is la n te  6 que l le v a  surcos 7 exiyos bordes 8 d e l i ­

mitan e l  contorno de la s  hendiduras 2 que se qiaieren rea­

l i z a r  en la  lámina 1.

La máscara a is lan te  6 puede ser obtenida, por 

ejemplo por un procedim iento de fotograbado conocido con­

s is ten te  en reproducir sobre una p e líc u la  fo to g r á f ic a  espe­

c i a l  por medio de una m ateria opaca, e l  dibujo de l c ir c u ito  

re s is te n te  que se qu iere r e a l iz a r ,  exponer esta  p e líc u la  a 

l a  lu z , depos ita r después la  p e líc u la  en un reve lad o r espe­

c ia l  que d isu e lve  la s  zonas no expuestas a la  lu z .30
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Para elim inar e l  metal o la  a leac ión  de l a  lá ­

mina 1 en re la c ió n  con lo s  surcos 7 de la  máscara a is la n te  

6, se dispone e l  conjunto (máscara 6, lámina 1 y. soporte 

a is la n te  4) en una c é lu la  e l e c t r o l í t i c a  10, estando cons­

t itu id o  e l  ánodo de esta  c é lu la  por la  lámina, 1, como se 

in d ica  en l a  f ig u ra  3. Conforme a una vers ión  p re fe r id a  de 

la  invención , la  lámina de metal o de a leac ión  1 es tá  so­

metida en e l  seno de esta  c é lu la  10 a un f lu jo  continuo de 

e le c t r ó l i t o  11 d ir ig id o  desde e l  cátodo 12 hacia e l  ánodo 

1, (véanse f le c h a s ).

La ve loc idad  y e l  caudal de este f lu jo  continuo 

de e le c t r ó l i t o  11 son su fic ien te s  para e lim in ar la  capa 

v isco sa  a medida que se va formando en l a  su p e r fic ie  de la  

lámina 1 de metal o de a leac ión  en contacto con e l  e le c t r ó ­

l i t o  11. Una capa v iscosa  t a l  con stitu ida  por óxidos o h i -  

dróxidos m etá licos se forma uuando la  c é lu la  e l e c t r o l í t i c a  

10 funciona en la s  condiciones de un pulimento e l e c t r o l í ­

t ic o  en e l  que e l  e le c t r ó l i t o  permanece in m óvil. En un pro­

cedim iento de pulimento e le c t r o l í t i c o  t a l ,  lo s  iones de 

e le c t r ó l i t o  deben, para acceder a l a  su p e r fic ie  d e l metal 

de la  lámina 1, a travesar la  capa v iscosa  c itad a  d ifundién­

dose a través  de ésta . Esta capa v iscosa  tiende a l im ita r  

l a  densidad de co rr ien te  de e le c t r ó l i t o  a un v a lo r  constan- 

te  generalmente in fe r io r  a 0,05 A / e ra . para una d ife r e n c ia  

de p o ten c ia l entre e l  ánodo 1 y e l  cátodo 12 comprendido 

entre 1 y 2 v o l t io s .

En l a  f ig u ra  4 se ve que la  curva A r e la t iv a  

a la  evo lución  de l a  densidad de co rr ien te  I  en función  de 

la  d ife r e n c ia  de po ten c ia l V presenta una meseta CD carac­

t e r í s t i c a  del pulimento e le c t r o l í t i c o .  Esta p lataform a CD
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se designa generalmente por la  expresión-"m eseta de Jacquet' 

(véase P .A . Jacquet, G.xi. Acad.Sci. 202, 402 (1936).

En e l  procedim iento.según la  invención , l a  e l i ­

minación de la  capa v iscosa  bajo e l  e fe c to  d e l f lu jo  de 

e le c t r ó l i t o  11 se traduce por un aumento sustancia l de l a  

densidad lo c a l  de l a  co rr ien te  a l  n iv e l  d e l ánodo con sti­

tu ido  por l a  lámina 1, de suerte que la  densidad de c o r r ie n ­

te  g lob a l aumenta de modo continuo en función de l a  d i f e ­

ren c ia  de p o ten c ia l entre e l  ánodo 1 y e l  cátodo 12.

Sobre la  curva B de la  f ig u ra  4, se ha rep re­

sentado la  evo lución  de la  densidad de co rr ien te  I  en fun­

c ión  de la  d ife r e n c ia  de p o ten c ia l V, cuando se genera un 

f lu jo  de e le c t r ó l i t o  entre e l  cátodo 12 y e l  ánodo 1. Se 

ap rec ia  que esta  densidad de co rr ien te  alcanza, en e l  ejem- 

p ío  considerado, 0,4 amperios/ca cuando la  d ife r e n c ia  de 

p o ten c ia l es igu a l a 3,5 v o l t io s  aproximadamente. Se en­

cuentra entonces claramente a le jado  de la  meseta de Jacquet 

C’ D* correspondiente a este ejem plo. Los va lo res  de l a  den­

sidad de co rr ien te  y de la  d ife re n c ia  de p o ten c ia l corres­

ponden a la s  condiciones hab ituales de l proceso e l e c t r o l í ­

t i c o .

La elim inación  de la  capa v iscosa  adyacente a 

l a  lámina 1 se traduce por la  ausencia de zonas de ataque 

p re fe ren te  a la  derecha de lo s  bordes 8 de l a  máscara a is ­

la n te  6. Así lo s  surcos 2 grabarlos en l a  lámina m etá lica  1 

presentan secciones 13 perfectamente l is a s  y perpendicula­

res  a l a  su p e r fic ie  de la  lámina 1.

La experien c ia  ha mostrado que lo s  mejores re ­

su ltados se obtienen reuniendo la s  condiciones s igu ien tes :

30
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-N atu ra leza  d e l e le c t r ó l i t o  11:

-D is tan c ia  entre cátodo 12 y 
ánodo 1:

-D ife ren c ia  de p o ten c ia l entre 
cátodo y ánodo:

-Densidad de co rr ien te :

-Caudal d e l f lu jo  de e le c tr ó ­
l i t o  11:

-V e loc idad  de l f lu jo  de e le c ­
t r ó l i t o  11:

En estas condiciones óptimas, l a  ve lo c id ad  de 

form ación de la  capa v iscosa  adyacente a la  lámina 1 es 

ig u a l a la  ve lo c id ad  de su elim inación  bajo é l  e fe c to  de l 

f lu jo  d e l e le c t r ó l i t o  11.

En e l  momento d e l ataque electroqu ím ico de la  

lám ina 1, la  capa conductora 14 permite e v ita r  toda v a r ia ­

c ión  de l campo e lé c t r ic o  a l n iv e l d e l ánodo con stitu ido  por 

la  lámina 1, pudiendo ser. ocasionada esta  va r ia c ión  por e l  

adelgazamiento de es ta  ú ltim a en la s  zonas sometidas a l  t r a ­

tamiento e l e c t r o l í t i c o .  A s í, g rac ias  a es ta  capa 14 conduc­

to ra  subyacente, e l  grabado de l a  lámina m etá lica  1 evolu­

ciona de una forma muy regu lar sobre e l  conjunto de su su­

p e r f ic ie .

Después de l empleo d e l tratam iento e l e c t r o l í ­

t i c o ,  la  capa conductora 14 es separada d e l soporte a is la n ­

te- 4 por ejem plo, sumergiendo e l  conjunto en un d iso lven te  

apropiado capaz de d is o lv e r  la  capa de co la  5. Una vez t e r ­

minada esta  operación se a p lica  sobre la  lámina m etá lica  1

. 210-37—

Mezcla de ácido o r to fo s fó -  
r ic o  (3 volúmenes) y a lco ­
ho l e t í l i c o  (1  volumen)

aproximadamente 5 mm

3,5 a 4,5 v o l t io s  

0,4 a 1 k / o n ’

aproximadamente 1 l i t r o / s e -  
gundo.

70 a 100 cm/segundo.
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siempre f i ja d a  sobre l a  capa conductora 14, un revestim ien ­

to  a is la n te  15 con stitu ido  por ejemplo por una res in a  epo- 

x íd ic a . ’ Seguidamente se a p lic a  la  lámina 1 re v e s t id a  de es­

te  modo sobre e l  soporte a is lan te  d e f in i t iv o  de cerámica
[
16, de modo que e l  revestim ien to  a is la n te  15 se adhiere a l  

soporte 16 como in d ica  la  f ig u ra  6.

Después d e l endurecimiento de l revestim ien to  15, 

se e lim ina  l a  capa conductora 14. Cuando ésta  es de cobre 

su e lim inación  puede ser efectuada por d iso lu c ión  con un 

ácido apropiado no rea c tiv o  con la  lámina 1.

Después de e lim inación  de la  capa conductora 14, 

l a  s u p e r fic ie  e x te r io r  de la  lámina m etá lica  1 se recubre 

con un revestim ien to  a is lan te  17 de l a  misma natu ra leza  que 

e l  revestim ien to  15 para envo lver y a is la r  completamente l a  

lám ina m etá lica  1. l a  lámina m etá lica  1 grabada según e l  

procedim iento según la  invención  y ap licada sobre e l  sopor­

te  de cerámica 16 constituye una re s is te n c ia  de resu ltados 

muy a lto s .

E l procedim iento según l a  invención  perm ite en 

p a r t ic u la r  grabar sobre la  lámina m etá lica  1 una m ultitud 

de surcos 2 de anchura igu a l a algunas mieras y cuyas sec­

c iones 13 son perfectam ente l is a s  y perpendicu lares a la  

s u p e r fic ie  de la  lámina 1, Además, l a  anchura de lo s  surcos 

2 puede ser muy v a r ia b le , perm itiendo e l  procedim iento de 

l a  invención  e v ita r  cualqu iera que sea es ta  anchura que sub­

s is ta n  is lo t e s  de metal entre lo s  bordes adyacentes 13 de 

lo s  surcos 2.

A t í t u lo  de ejemplo no l im ita t iv o ,  e l  p roced i­

miento conforme a la  invención  ha perm itido r e a l iz a r  r e s is ­

ten c ia s  de forma de plaquetas cuadradas de a r is ta  igu a l a30
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5,4 mm que presentan la s  c a ra c te r ís t ic a s  s igu ien tes :

-V a lo r  óhraico : 30 kiloohm ios (o  sea 80
i kiloohmios/cm2)

5

-Mmero de surcos 2 por 
r e s is te n c ia

-Anchura de lo s  surcos 2

250

5 mieras

-V a ria c ión  r e la t iv a  d e l ¿
c o e f ic ie n te  de temperatura : -  5 ppm (p a rtes -p o r mi­

l ló n )

-E s ta b ilid a d  re la t iva , de la  ¿
re s is te n c ia  : — 20 ppm/año con una d i­

s ipación  de 0,3 W.

15

20

Para r e a l iz a r  la s  re s is ten c ia s  que responden 

a la s  c a ra c te r ís t ic a s  an terio res  se ha u t i l iz a d o  una lám i­

na 1 de níquel-cromo que presenta un v a lo r  óhmico igu a l a 

0,5 ohmios por cuadrado.

la s  condiciones del ataque e le c t r o l í t i c o  son 

la s  s igu ien tes :

-D ife re n c ia  de po ten c ia l entre 
e l  ánodo 1 y e i  cátodo 12 : 3 »o V

2
-Densidad de co rr ien te  media : 0,5 A/cm

25

Sobre 100 re s is ten c ia s  rea lizad as  de este  modo 

más de l 95$ de e l la s  respondían a la s  c a ra c te r ís t ic a s  c i ­

tadas .

l a  invención se r e f ie r e  igualmente a un d is ­

p o s it iv o  para e l  empleo de l procedim iento que se acaba de 

d e s c r ib ir .

En la  r e a liz a c ió n  de la  f ig u ra  3» este d isp o s i­

t iv o  comprende una c é lu la  e l e c t r o l í t i c a  10 en la  que l a  lá ­

mina de. metal 1 a grabar f i ja d a  sobre su soporte a is la n te30
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4 Que constituye e l  ánodo. E l cátodo l l e v a  con respecto a 

la  lámina 1 orna p laca  conductora 12 que presenta una s e r ie  

de canales 18 con e je s  perpendicu lares a la  lámina 1.

E l d is p o s it iv o  comprende por o tra  parte medios 

para crear en e l  seno de l a  c é lu la  10, un f lu jo  de e le c t r ó ­

l i t o  11 que pasa por lo s  canales 18 c itados y d ir ig id o  ha­

c ia  l a  lámina 1. Estos medios comprenden una "bomba 19 uni­

da. por una. parte a un depósito 20 de e le c t r ó l i t o  que comu­

n ica  con la  c é lu la  10 y por o tra  parte a un compartimiento 

21 adyacente a l a  c é lu la  10 y que desemboca en esta  ú ltim a 

por lo s  canales 18 de la  p laca  conductora 12.

En e l  ejemplo representado, la  p laca  conducto­

ra  12 presenta una sección  curva cuya concavidad es tá  d i r i ­

g id a  hacia  l a  lámina m etá lica  1. Se e v ita  de este  modo to ­

da perturbación  su scep tib le  de d esv ia r e l  f lu jo  d e l e le c ­

t r ó l i t o  11,

E l m ateria l que constitu ye la s  paredes de la  

c é lu la  10, d e l depósito de e le c t r ó l i t o  20, de l comparti­

miento 21 y de lo s  conductos que unen la  bomba 19 a l depó­

s ito  20 y  a l compartimiento 21, es tá  rea lizad o  ven ta josa­

mente con una m ateria  p lá s t ic a  inatacab le por e l  e le c t r ó ­

l i t o  11 u t i l iz a d o .

Es ven ta joso , por o tra  parte , que la  p laca  12 

que c o n s titu y e •e l  cátodo sea rea liza d a  en acero inox idab le  

para e v ita r  su d e te r io ro  por e l  e le c t r ó l i t o  11. . •

E l generador de e le c tr ic id a d  22 m id o  a la  p la ­

ca 12 y  a la  lámina m etá lica  1 puede ser una p i la ,  un acu­

mulador o cua lqu ier o tra  fuente de co rr ien te  continua capas 

de producir una tensión  comprendida entre 3 y 5 v o l t io s .

, Ha de entenderse que l a  invención  no se l im ita30
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a lo s  ejemplos que se acaban de d e s c r ib ir  y se pueden apor­

ta r  a e l lo s  numerosas m odificaciones s in  s a l i r  d e l marco 

de es ta  invención .

A s í, la  lámina- 1 puede ser de cualqu ier m etal 

o a leac ión  atacable e le c tro lít ic a m en te , siendo p re fe r id a s , 

no obstante, la s  a leaciones a base de n íou e l y cromo en ra ­

zón a su r e s is t iv id a d  relativam ente elevada.

Se pueden u t i l i z a r  igualmente o tros  e l e c t r ó l i ­

to s  d is t in to s  de la  mezcla de ácido o r to fo s fó r ic o  y a lcoh o l, 

ta le s  como soluciones de ácido su lfú r ico  o c lo rh íd r ic o  de 

conductividad comparable a la  de la  mezcla c itad a .

Ha de entenderse que la  lámina m etá lica  1 puede, 

tod av ía , ser reemplazada por una p e líc u la  m etá lica  deposi­

tada sobre e l  soporte 4 por cualqu ier medio apropiado t a l  

como depósito e l e c t r o l í t i c o ,  p is to la  de plasma, evaporación 

en va c ío  o análogo.

ÜKIVJNBICACIONES

Los puntos de invención prop ia  y nueva que se 

presentan para que sean ob jeto  de es ta  s o lic itu d  de Patente 

de Invención  en España, por VEINTE años, son lo s  que se re ­

cogen en la s  re iv in d ica c ion es  s igu ien tes :

I a . -  Un procedim iento para la  fa b r ica c ión  de 

re s is ten c ia s  a p a r t ir  de una lámina de un metal o de una 

a leac ión  m etá lica  f i ja d a  sobre un soporte a is la n te , en e l  

que se a p lic a  sobre dicha lámina una máscara a is la n te  que 

l l e v a  ventanas o surcos, y se dispone e l  conjunto en una 

c é lu la  e l e c t r o l í t i c a  de modo que se e lim ina e l  metal o l a
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a lea c ión  en lo  que respecta  a dichas ventanas o surcos, 

caracterizado ' por la s  etapas s igu ien tes ; se aplica, sobre 

un soporte a is la n te  una capa de m ateria l conductor y se 

a p lic a  seguidamente sobre es ta  capa dicha lámina de m etal 

o de a leac ión  re v e s t id a  por l a  máscara a is la n te ; se somete 

es ta  lámina re v e s t id a  por l a  máscara a is lan te  y ap licada 

sobre esta  capa de m ateria l conductor a mi f lu jo  de e le c ­

t r ó l i t o  regulado a una ve loc idad  comprendida sensiblemente 

en tre 70 y 100 cm por segundo para e lim in ar, a medida oue 

se forma, una capa v iscosa  de r e s is te n c ia  elevada de la  

s u p e r fic ie  de contacto entre l a  lámina y e l  e le c t r ó l i t o ;  

se separa la  capa de m ateria l conductor y la  lámina de me­

t a l  o de a leac ión  grabada d e l soporte a is la n te ; se a p lic a  

l a  lámina, de metal o de a leac ión  grabada sobre un soporte 

a is la n te  d e f in it iv o  por medio de un baño a is lan te  e l é c t r i ­

co, se e lim ina la  capa de m ateria l conductor por medio de 

un tratam iento químico o e lectroqu ím ico apropiado; y  se 

a p lic a  la  segunda capa de baño a is la n te  sobre la  lámina 

de m etal o de a leac ión .

2a. -  Un procedim iento según la  re iv in d ica c ió n  

I a , caracterizado  porque e l  ataque e le c t r o l í t i c o  se e fe c ­

túa bajo una d ife re n c ia  de p o ten c ia l sensiblemente compren­

dida entre 3,5 y 4,5 v o l t io s  y con una densidad de corrien -
2

te  comprendida en tre 0,4 y 1 amperios/cm aproximadamente, 

siendo e l  caudal d e l f lu jo  de e le c t r ó l i t o  igu a l a aprox i­

madamente 1 l i t r o  por segundo.

3a. -  Un procedim iento según una cualqu iera de 

la s  re iv in d ica c ion es  I a ó 2a , caracterizado  porque la  lá ­

mina es una a leac ión  de cromo y n íqu e l’ y porque e l  e le c t r ó -  «
l i t o  e s tá  con stitu ido  por una mezcla de ácido o r to fo s fó r ic o30
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y  a lcoh o l e t í l i c o .

4S,_ Un procedim iento según la  re iv in d ica c ió n  

1 -, caracterizado  porque la  capa de m ateria l conductor es 

tina capa de cobre de espesor comprendido entre 30 y 50 mi­

eras que se a p lic a  sobre e l  soporte a is la n te  por depósito  

químico o e lectroqu ím ico .

ALEACION METALICA FIJADA SOBRE UI'I SOPORTE AISLANTE” .

Ta l y como se ha d esc r ito  en l a  Memoria que 

antecede, representado en lo s  d ibu jos que se acompañan, y 

pana lo s  f in e s  que se han esp ec ificad o .

Esta Memoria consta de d ie c is ie t e  hojas e s c r i­

ta s  a máquina por una so la  cara.

• f
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